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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７４７２—１９９８《贵金属浆料规范》。

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

———将原标准名称修改为：微电子技术用贵金属浆料规范；

———将原标准适用范围由厚膜微电子技术用贵金属浆料扩大至烧结型及固化型微电子技术用贵金

属浆料；

———将原标准中贵金属浆料分类改为：烧结型贵金属浆料和固化型贵金属浆料；

———将原定义的浆料方阻、浆料附着力、浆料分辨率、浆料可焊性、浆料耐焊性分别改为方阻、附着

力、分辨率、可焊性、耐焊性；

———增加贵金属浆料按工艺分为烧结型贵金属浆料和固化型贵金属浆料；

———重新定义浆料的牌号表示方法；

———增加固化膜硬度试验按ＧＢ／Ｔ６７３９的规定进行、固化膜厚度按ＧＢ／Ｔ１３４５２．２的规定进行。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准起草人：赵汝云、刘成、陈伏生、马晓峰、朱武勋、李晋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７４７２—１９９８。
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微电子技术用贵金属浆料规范

１　范围

本标准规定了微电子技术用贵金属浆料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于烧结型及固化型微电子技术用贵金属浆料。非贵金属浆料也可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．１　微电子技术用贵金属浆料测试方法　固体含量测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．２　微电子技术用贵金属浆料测试方法　细度测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．３　微电子技术用贵金属浆料测试方法　方阻测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．４　微电子技术用贵金属浆料测试方法　附着力测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．５　微电子技术用贵金属浆料测试方法　粘度测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．６　微电子技术用贵金属浆料测试方法　分辨率测定

ＧＢ／Ｔ１７４７３．７　微电子技术用贵金属浆料测试方法　可焊性、耐焊性试验

ＧＢ／Ｔ１９４４５　　贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存

３　术语和定义

本标准采用下列定义。

３．１

烧结型贵金属浆料　狊犻狀狋犲狉犻狀犵狆犪狊狋犲狊狅犳狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾

由贵金属或其化合物的粉末、添加物和有机载体组成的一种适用于印刷或涂敷的浆状物或膏状物。

在一定温度下（４００℃～９００℃）能与基板烧结形成无机功能相。

３．２

固化型贵金属浆料　犮狌狉犪犫犾犲狆犪狊狋犲狊狅犳狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾

由贵金属或其化合物的粉末、片状粉末、无机添加物、有机添加物、有机树脂和有机溶剂组成的一种

适用于印刷或涂敷的浆状物或膏状物。能在一定条件下（一定温度、光或射线照射等）固化与基板附着

形成功能相。

３．３

烧结型浆料的固体含量　狊狅犾犻犱狊犮狅狀狋犲狀狋狅犳狊犻狀狋犲狉犻狀犵狆犪狊狋犲狊

浆料在４００℃～９００℃灼烧后，剩余物质质量与试料质量的比值，以质量分数表示。

３．４

固化型浆料的固体含量　狊狅犾犻犱狊犮狅狀狋犲狀狋狅犳犮狌狉犪犫犾犲狆犪狊狋犲狊

浆料在室温至２５０℃加热后，剩余物质质量与试料质量的比值，以质量分数表示。
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